
IC1000™

CMP

CMP、GaN・SiC

φ203mm～φ914mm 10mm

CMP CMP

デバイスウェーハのCMPプロセスにおける業界標準
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クッション層（SUBA™）
　　　クッション層
（ウレタンフォーム）

特⾧

IC1000™単層パッド
・IC1000™と定盤貼付け用テープのシンプルな組合せ

・他には無い硬さと安定性で、SiC/GaNなど各種基板の高平坦化研磨に最適

特⾧

IC1000™
SUBA™積層パッド

・不織布ベースの連続発泡構造のSUBA™400をIC1000™パッドの下に積層

IC1400™ 積層パッド ・独立発泡構造のスポンジ状のフォームをIC1000™パッドの下に積層

VISIONPAD™

VISIONPAD™ IC1000™

特⾧

VISIONPAD™ 6000N
積層パッド

・特殊樹脂の採用によりIC1000™と比べ、大幅なディフェクト性能を改善

・パッドカットレート（摩耗速度）の35％の低減によりロングライフに期待


